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(54) Kleber zur Festlegung und/oder Einbettung eines elektronischen Bauteils sowie Verfahren und Verwendung
(67) Bei einem Kleber zur Festlegung eines

elektronischen Bauteils (3) an einer Leiterplatte (1)
und/oder zur Einbettung eines elektronischen
Bauteils (3) in eine Leiterplatte (1), wobei der
festzulegende und/oder einzubettende elektronische
Bauteil (3) Uber eine Klebeverbindung (2) an einer
Lage bzw. Schicht einer insbesondere mehrlagigen
Leiterplatte (1) festgelegt wird und nach einem
Festlegen gegebenenfalls durch insbesondere auf
die AuBenkonturen des einzubettenden Bauteils (3)
abgestimmte Lagen ummantelt und/oder durch
wenigstens eine weitere Lage abgedeckt wird, ist
vorgesehen, dass ein Kleber (2, 11-16) auf
Epoxidharzbasis gewahlt ist, welcher zur Einstellung
der Oberflachenspannung und/oder Viskositat
wenigstens ein Zusatzmittel, insbesondere einen
Entschdumer und/oder einen Zusatzstoff zur
Einstellung der Verlaufseigenschaften zugesetzt
aufweist, wodurch eine sichere Festlegung eines
Bauteils (3) insbesondere unter Vermeidung von
Hohlrdumen oder Lufteinschlissen unterhalb der
Oberflache (6) des festzulegenden Bauteils (3)
erzielt werden kann.

Darlber hinaus werden ein Verfahren sowie eine
Verwendung zur Verflgung gestellt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Kleber zur Festlegung eines elekironi-
schen Bauteils an einer Leiterplatte und/oder zur Einbettung eines elektronischen Bauteils in
eine Leiterplatte, wobei der festzulegende und/oder einzubettende elektronische Bauteil Uber
eine Klebeverbindung an einer Lage bzw. Schicht einer insbesondere mehrlagigen Leiterplatte
festgelegt wird und nach einem Festlegen gegebenenfalls durch insbesondere auf die AuBBen-
konturen des einzubettenden Bauteils abgestimmte Lagen ummantelt und/oder durch wenigs-
tens eine weitere Lage abgedeckt wird. Die vorliegende Erfindung bezieht sich weiters auf ein
Verfahren zur Festlegung eines elekironischen Bauteils an einer Leiterplatte und/oder zur Ein-
bettung eines elektronischen Bauteils in eine Leiterplatte, wobei der festzulegende und/oder
einzubettende elektronische Bauteil Uber eine Klebeverbindung an einer Lage bzw. Schicht
einer insbesondere mehrlagigen Leiterplatte festgelegt wird und nach einem Festlegen gegebe-
nenfalls durch insbesondere auf die AuBenkonturen des einzubettenden Bauteils abgestimmte
Lagen ummantelt und/oder durch wenigstens eine weitere Lage abgedeckt wird, unter Verwen-
dung eines derartigen Klebers. Die vorliegende Erfindung bezieht sich dartiber hinaus auf eine
Verwendung eines derartigen Verfahrens oder eines derartigen Klebers.

[0002] Im Zusammenhang mit der Festlegung eines elektronischen Bauteils an bzw. auf einer
Leiterplatte und/oder zur Einbettung eines elekironischen Bauteils in eine Leiterplatte tritt haufig
das Problem auf, dass ein beispielsweise durch ein Druckverfahren auf eine Schicht bzw. Lage
einer insbesondere mehrlagigen Leiterplatte aufgebrachter Kleber nach einem Anordnen bzw.
Aufsetzen eines festzulegenden oder einzubettenden Bauteils unterhalb des festzulegenden
oder einzubettenden Bauteils einen mit Luft gefiillten Hohlraum bildet, welcher selbst nach einer
nachfolgenden Aushértung des Klebers verbleibt. Ein derartig mit Luft bzw. Gas gefllter Hohl-
raum unterhalb der beispielsweise im Wesentlichen planen Oberflache des Bauteils ist insbe-
sondere durch die Form des Klebers nach einem Aufbringen auf der Schicht bzw. Lage im
Wesentlichen &hnlich einem Krater bzw. mit entsprechender gréBerer Héhe in Randbereichen
der Aufbringungsflache bedingt. Im Rahmen einer weiteren Bearbeitung einer mit einem derar-
tigen Bauteil versehenen Leiterplatte kommen wenigstens teilweise erhéhte Temperaturen zur
Anwendung, wobei bei derart hohen Temperaturen der unter dem Bauteil befindliche und mit
Luft geflllte Hohlraum zu Verspannungen im Bereich der Festlegung des Bauteils an der Lei-
terplatte oder sogar zu einer Zerstérung der Klebeverbindung und somit einem Abheben bzw.
Lésen des Bauteils oder im schlimmsten Fall zu einer Zerstérung des Bauteils fihren kann.
Dariber hinaus muss beispielsweise fir nachfolgende Kontaktierungsschritte sichergestellt
werden, dass die zwischen dem Bauteil und der Schicht bzw. Lage der Leiterplatte befindliche
Kleberschicht gleichmaBig und einheitlich unter der gesamten Flache des Bauteils vorliegt, um
beispielsweise bei einer Ausbildung von Lochern bzw. Durchbrechungen fiir eine Kontaktierung,
welche (blicherweise nachfolgend mit einem leitenden Material fir eine ordnungsgemafe
Kontaktierung gefillt wird, eine definierte Anordnung der Kontaktstellen zu erméglichen.

[0003] Die vorliegende Erfindung zielt daher darauf ab, einen Kleber sowie ein Verfahren der
eingangs genannten Art dahingehend weiterzubilden, dass die Probleme des oben genannten
Standes der Technik vermieden werden und insbesondere sichergestellt wird, dass unter Ver-
meidung eines mit Luft geflllten Hohlraums unter dem festzulegenden bzw. einzubettenden
Bauteil eine gleichméaBige Anordnung des Klebers zwischen der Schicht bzw. Lage der Leiter-
platte und der Oberflache des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils vorliegt.

[0004] Zur Lésung der oben angeflhrten Aufgaben ist ein Kleber der eingangs genannten Art
im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass ein Kleber auf Epoxidharzbasis gewéhlt ist,
welcher zur Einstellung der Oberflachenspannung und/oder Viskositat wenigstens ein Zusatz-
mittel, insbesondere einen Entschdumer und/oder einen Zusatzstoff zur Einstellung der Ver-
laufseigenschaften zugesetzt aufweist, dass der Kleber bei Raumtemperatur eine komplexe
Viskositat unter 50 Pa.s, insbesondere zwischen etwa 20 und 45 Pa.s aufweist und dass der
Kleber eine temperaturbedingte Zunahme der komplexen Viskositat bei einer Erwdrmung von
Raumtemperatur auf etwa 50 °C und innerhalb eines Zeitraums von weniger als 15 min, insbe-
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sondere etwa 10 min, insbesondere auf das wenigstens 1,3-fache, insbesondere etwa 1,7- bis
3-fache der komplexen Viskositat bei Raumtemperatur aufweist. Durch Bereitstellung eines
Klebers auf Epoxidharzbasis werden die fir ein zuverlassiges Anhaften erforderlichen Eigen-
schaften der Klebeverbindung zwischen dem elektronischen Bauteil und der Leiterplatte bereit-
gestellt, wobei durch Zusatzmittel die zur Erzielung der konvexen Oberflache erforderliche
Oberflachenspannung und/oder Viskositét eines derartigen Klebers auf Epoxidharzbasis erziel-
bar ist (sind).

[0005] Zur Erzielung und Aufrechterhaltung der gleichmaBigen und einheitlichen Klebeschicht
zwischen der Leiterplatte und der Oberflache des einzubettenden oder festzulegenden Bauteils
wird erfindungsgeman vorgesehen, dass der Kleber bei Raumtemperatur eine komplexe Visko-
sitdt unter 50 Pa.s, insbesondere zwischen etwa 20 und 45 Pa.s aufweist. Darlber hinaus wird
in diesem Zusammenhang zur Beibehaltung der Eigenschaften des Klebers bei erhéhten Tem-
peraturen erfindungsgemaB zusétzlich vorgesehen, dass der Kleber eine temperaturbedingte
Zunahme der komplexen Viskositat bei einer Erwarmung von Raumtemperatur auf etwa 50 °C
und innerhalb eines Zeitraums von weniger als 15 min, insbesondere etwa 10 min, insbesonde-
re auf das wenigstens 1,3-fache, insbesondere etwa 1,7- bis 3-fache der komplexen Viskositat
bei Raumtemperatur aufweist.

[0006] Zur Einstellung der erforderlichen Oberflachenspannung und/oder Viskositat wird geman
einer bevorzugten Ausfihrungsform vorgeschlagen, dass ein Entschaumer, beispielsweise ein
silikonfreier Entschaumer, in einer Menge von weniger als 3 Gew.-%, insbesondere etwa 0,1 bis
2,0 Gew.-% dem Kleber zugesetzt ist. Durch Zusatz eines Entschaumers in der angegebenen
Menge kdnnen die gewlinschten Eigenschaften im Hinblick auf eine Ausbildung einer konvexen
Oberflache insbesondere unter Beibehaltung der Klebeeigenschaften des Klebers erzielt wer-
den.

[0007] Zur Einstellung von gewunschten Verlaufseigenschaften zur Erzielung der konvexen
Oberflache wird dariber hinaus vorgeschlagen, dass als Zusatzstoff zur Verbesserung der
Verlaufseigenschaften ein Acrylat, beispielsweise Polybutylacrylat, ein Acrylat-Copolymer,
beispielsweise Methacrylat-Copolymer, ein Epoxidharz mit freien Hydroxyl-, Isocyanat- und/oder
Estergruppen oder dgl. zugesetzt ist, wie dies einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform des
erfindungsgemaBen Klebers entspricht. In diesem Zusammenhang wird gemal einer weiters
bevorzugten Ausfihrungsform vorgeschlagen, dass ein Zusatzstoff zur Verbesserung der Ver-
laufseigenschaften in einer Menge von maximal 7 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 5 Gew.-%
zugesetzt ist.

[0008] Insbesondere zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzzwecke und/oder zur Anpas-
sung an unterschiedliche nachfolgende Be- bzw. Verarbeitungsschritte wird erfindungsgeman
bevorzugt vorgeschlagen, dass eine Mehrzahl von unterschiedlichen Zusatzstoffen zur Verbes-
serung der Verlaufseigenschaften zugesetzt ist.

[0009] Es ist bzw. wird die erfindungsgemanB vorzusehende konvexe Oberflache des Klebers
insbesondere durch die Oberflachenspannung desselben beeinflusst, wobei in diesem Zusam-
menhang vorgeschlagen wird, dass der Kleber eine Oberflachenspannung geringer als
40 mN/m, insbesondere zwischen 15 und 35 mN/m aufweist, wie dies einer bevorzugten Aus-
fihrungsform des Klebers entspricht.

[0010] Ebenfalls zur Unterstitzung einer zuverlassigen Ausbildung einer konvexen Oberflache
wird bevorzugt vorgeschlagen, dass der Kleber bei Raumtemperatur eine gegeniber seiner
Elastizitat héhere Viskositat aufweist.

[0011] Zur Lbésung dieser Aufgaben ist dartiber hinaus ein Verfahren der eingangs genannten
Art im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass der zur Ausbildung der Klebeverbindung
eingesetzte Kleber in an sich bekannter Weise mit einer konvexen Oberflache auf der zur Ab-
stitzung bzw. Aufnahme des elektronischen Bauteils vorgesehenen Lage der Leiterplatte auf-
gebracht wird, dass der festzulegende oder einzubettende Bauteil auf dem Kleber angeordnet
wird und gegebenenfalls einer Druckbeanspruchung unterworfen wird, und dass der Kleber
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nach dem Aufsetzen bzw. Anordnen des Bauteils einer Hartungsbehandlung unterworfen wird,
dass der Kleber bei Raumtemperatur eine komplexe Viskositat unter 50 Pa.s, insbesondere
zwischen etwa 20 und 45 Pa.s aufweist und dass der Kleber eine temperaturbedingte Zunahme
der komplexen Viskositat bei einer Erwdrmung von Raumtemperatur auf etwa 50 °C und inner-
halb eines Zeitraums von weniger als 15 min, insbesondere etwa 10 min, insbesondere auf das
wenigstens 1,3-fache, insbesondere etwa 1,7-bis 3-fache der komplexen Viskositat bei Raum-
temperatur aufweist.

[0012] Dadurch, dass erfindungsgemaB vorgeschlagen wird, den Kleber, welcher zur Ausbil-
dung der Klebeverbindung herangezogen bzw. eingesetzt wird, mit einer konvexen Oberflache
auf die Schicht bzw. Lage der Leiterplatte aufzubringen und nachfolgend den festzulegenden
oder einzubettenden Bauteil auf dem Kleber anzuordnen, wird sichergestellt, dass eine Bildung
eines mit Luft geflllten Hohlraums unterhalb des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils
vermieden wird, da durch die konvexe Wdlbung bzw. Formgebung des Klebers bei einer An-
ordnung des Bauteils auf der aufgebrachten Klebeflache Hohlrdume sicher vermieden werden
kénnen. Durch Vorsehen der konvexen Oberflache des Klebers und somit einer im Wesentli-
chen maximalen Dicke des zur Ausbildung der Klebeverbindung herangezogenen Klebers in
einem im Wesentlichen mittigen Bereich wird somit eine gleichmaBige und homogene Vertei-
lung des Klebers zwischen der zur Abstiitzung herangezogenen Schicht bzw. Lage der Leiter-
platte und der Oberflache des festzulegenden Bauteils sichergestellt, da insbesondere bei einer
im Wesentlichen parallelen Annaherung der entsprechenden Oberflache des festzulegenden
oder einzubettenden Bauteils zu der auf der Schicht bzw. Lage der Leiterplatte angeordneten
Klebeoberflache ausgehend von den im Wesentlichen mittigen Bereich, welcher die hdchste
Erhebung der Klebeoberflaiche durch Ausbildung der konvexen Oberflache aufweist, bei einer
weiteren Annéherung des Bauteils an die Schicht bzw. Lage ein vollstindiges Entweichen von
Luft jeweils in bzw. zu den Randbereichen des festzulegenden Bauteils auftritt. Nach der An-
ordnung des Bauteils auf der Schicht bzw. Lage unter Vermittlung der konvexen Klebeoberfla-
che und somit unter Vermeidung von Hohlrdumen unterhalb des festzulegenden oder einzubet-
tenden Bauteils erfolgt eine Hartungsbehandlung, in welcher dauerhaft die gleichmaBige und
einheitliche Anordnung des Klebers unter Vermeidung von Hohlrdumen oder Lufteinschlissen
sicher beibehalten wird.

[0013] In diesem Zusammenhang wird darlber hinaus erfindungsgemaf vorgesehen, dass der
Kleber bei Raumtemperatur eine komplexe Viskositdt unter 50 Pa.s, insbesondere zwischen
etwa 20 und 45 Pa.s aufweist. Bei Einhaltung dieser erfindungsgeman vorgeschlagenen Para-
meter fir die Viskositdt des Klebers bei Raumtemperatur kann die flr eine ordnungsgemaie
Festlegung unter Vermeidung von Hohlrdumen angestrebte konvexe Oberflache des Klebers
zuverlassig erhalten werden. Die komplexe Viskositdt ist die frequenz-abhéngige Viskositats-
funktion, welche wéhrend einer erzwungenen harmonischen Oszillation einer Scherbeanspru-
chung erhalten wird.

[0014] Wie oben bereits ausgefiihrt, sind eine Leiterplatte und deren Bauteile wahrend weiterer
Bearbeitungsschritte Ublicherweise hohen Temperaturen und gegebenenfalls hohen Drucken
ausgesetzt. Um selbst bei gegeniber der Anordnung des Bauteils unter Vermittlung der Klebe-
schicht insbesondere bei Raumtemperatur geédnderten Umgebungsbedingungen ein sicheres
Anhaften und die gleichmaBige und einheitliche Bereitstellung einer Klebeschicht unterhalb des
Bauteils unter Vermeidung von Hohlrdumen zur Verfliigung zu stellen, wird erfindungsgeman
zusatzlich vorgesehen, dass der Kleber eine temperaturbedingte Zunahme der komplexen
Viskositat bei einer Erwdrmung von Raumtemperatur auf etwa 50 °C und innerhalb eines Zeit-
raums von weniger als 15 min, insbesondere etwa 10 min, insbesondere auf das wenigstens
1,3-fache, insbesondere etwa 1,7- bis 3-fache der komplexen Viskositat bei Raumtemperatur
aufweist. Derart wird auch wahrend nachfolgender Be- bzw. Verarbeitungsschritte die sichere
Anhaftung des Bauteils an der Leiterplatte ermdglicht.

[0015] Um ein Austreten von Kleber ber die Konturen des festzulegenden oder einzubetten-
den Bauteils hinaus bei Versehen der konvexen Oberfliche des Klebers und somit wahrend
des Anordnens des Klebers beim Verteilen desselben ausgehend von einem im Wesentlichen
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mittigen Teilbereich, welcher eine groBte Dicke des Klebers aufweist, in Richtung zu Rand- bzw.
Kantenbereichen zu vermeiden, wird gemaB einer bevorzugten Ausflihrungsform vorgeschla-
gen, dass der Kleber in einer gegeniber den AuBenkonturen des festzulegenden oder einzu-
bettenden Bauteils verringerten Abmessung auf der Lage zur Abstitzung bzw. Aufnahme des
Bauteils aufgebracht wird. Durch Vorsehen einer verringerten Abmessung des auf der Schicht
bzw. Lage der Leiterplatte angeordneten Klebers wird somit bedingt durch die Verteilung des
mit einer konvexen Oberflache aufgebrachten Klebers wéahrend des Annédherns des Bauteils an
die Schicht bzw. Lage unter Vermittlung der Klebeverbindung eine gleichméaBige und einheitli-
che Klebeflache zwischen der Schicht bzw. Lage der Leiterplatte und dem Bauteil sichergestellt.
Gleichzeitig wird ein insbesondere Ubermé&Biges Austreten des Klebers Uber Randbereiche
bzw. AuBenkonturen des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils vermieden.

[0016] Zur Erzielung der angestrebten gleichméaBigen Verteilung des Klebers unter Einhaltung
der konvexen Oberflaiche desselben vor Anordnung des festzulegenden oder einzubettenden
Bauteils wird dariiber hinaus vorgeschlagen, dass der Kleber in Bereichen entsprechend Rand-
bereichen der AuBenkontur des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils mit einer geringe-
ren Starke bzw. Dicke und/oder in geringerer Menge aufgebracht wird, wie dies einer weiters
bevorzugten Ausfihrungsform des erfindungsgeméaBen Verfahrens entspricht.

[0017] Um insbesondere bei groBflachigen Bauteilen GberméaBige Ansammlungen von Kleber in
Teilbereichen zu verhindern und eine gleichmaBige Verteilung des Klebers Uber die gesamte
Oberflédche des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils sicherzustellen, wird gemas einer
weiters bevorzugten Ausfiihrungsform vorgeschlagen, dass der Kleber lediglich in Teilbereichen
entsprechend der AuBenkontur des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils auf der Lage
zur Abstlitzung des Bauteils aufgebracht wird, wobei der Kleber in samtlichen, gegebenenfalls
voneinander getrennten Teilbereichen mit einer konvexen Oberflache aufgebracht wird. Derart
kann insbesondere in Anpassung an die Abmessungen des Bauteils nach Anordnung des
Bauteils auf der konvexen Klebeoberflache eine gleichmaBige und einheitliche Verteilung des
Klebers zwischen der Oberflache des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils und der
entsprechenden Schicht bzw. Lage der Leiterplatte erhalten werden.

[0018] Zur weiteren Unterstiitzung der gleichmaBigen und einheitlichen Verteilung des Klebers
und erganzend zur Vermeidung eines Austritts des Klebers Uber Randbereiche oder die Au-
Benkonturen des einzubettenden oder festzulegenden Bauteils hinaus wird dariber hinaus
vorgeschlagen, dass der Kleber bei einem im Wesentlichen rechteckigen bzw. rechtwinkeligen
Bauteil mit einer polster- bzw. kissenartigen Erstreckung aufgebracht wird, wie dies einer wei-
ters bevorzugten Ausfiihrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens entspricht. Mit einer
derartigen polster- bzw. kissenartigen Erstreckung unter Bereitstellung einer konvexen Oberfla-
che und in Anpassung an einen im Wesentlichen rechteckigen bzw. rechtwinkeligen Bauteil
kann nach einer Anordnung des Bauteils eine gleichmé&Bige und einheitliche Verteilung unter
Vermeidung samtlicher Lufteinschllisse und von Hohlrdumen zur Verflgung gestellt werden.

[0019] Zur zuverlassigen Erzielung der konvexen Oberflache wird gemaB einer weiters bevor-
zugten Ausfiihrungsform vorgeschlagen, dass die Oberflachenspannung des Klebers geringer
als 40 mN/m, insbesondere zwischen 15 und 35 mN/m gewéhlt wird. Durch entsprechende
Wahl bzw. Einstellung der Oberflachenspannung des Klebers wird bei einem Auftragen dessel-
ben auf der abstltzenden Schicht bzw. Lage der Leiterplatte fir eine Vermeidung von Luftein-
schliissen bei einer Festlegung des Bauteils die erfindungsgemaB vorgeschlagene konvexe
Oberflache bereitgestelit.

[0020] Zur Unterstltzung einer Einnahme bzw. Bereitstellung einer konvexen Oberflache des
Klebers bei einem Aufbringen desselben wird gemaR einer weiters bevorzugten Ausfiihrungs-
form vorgeschlagen, dass ein Kleber mit einer bei Raumtemperatur gegeniiber seiner Elastizitat
héheren Viskositat gewahlt wird.

[0021] Fir eine besonders einfache und zuverlassige Aufbringung des Klebers mit der erfin-
dungsgeméanB vorgeschlagenen konvexen Oberflache wird darlber hinaus vorgeschlagen, dass
der Kleber in an sich bekannter Weise durch ein Druckverfahren, insbesondere Siebdruckver-
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fahren aufgebracht wird, wie dies einer weiters bevorzugten Ausfihrungsform des erfindungs-
geméBen Verfahrens entspricht.

[0022] Zur Lésung der eingangs genannten Aufgaben wird darGber hinaus erfindungsgeman
die Verwendung eines Verfahrens gemaf der vorliegenden Erfindung oder einer bevorzugten
Ausfiihrungsform als auch eines Klebers gemaf der Erfindung oder einer bevorzugten Ausfiih-
rungsform zur Festlegung eines elektronischen Bauteils an bzw. auf einer Leiterplatte und/oder
zur Einbettung eines elekironischen Bauteils in eine Leiterplatte vorgeschlagen.

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der beiliegenden Zeichnung schematisch
dargestellten Ausflihrungsbeispielen und von Beispielen von Zusammensetzungen des erfin-
dungsgemaBen Klebers néher beschrieben. In der Zeichnung zeigen:

[0024] Fig. 1 eine schematische Teilansicht einer Leiterplatte, auf welcher unter Verwendung
des erfindungsgemaBen Verfahrens sowie eines erfindungsgemaBen Klebers ein
Bauteil festgelegt wird;

[0025] Fig. 2 eine idealisierte schematische Darstellung der Anordnung eines erfindungsge-
maBen Klebers mit einer konvexen Oberflaiche im Rahmen des erfindungsgema-
Ben Verfahrens;

[0026] Fig. 3 eine ebenfalls idealisierte Darstellung einer im Wesentlichen kissenférmigen
Anordnung eines erfindungsgemaBen Klebers im Rahmen des erfindungsgemé-
Ben Verfahrens zur Festlegung eines insbesondere rechteckigen Bauteils; und

[0027] Fig. 4 eine Mehrzahl von schematischen Darstellungen bzw. Draufsichten &hnlich der
Fig. 3 auf unterschiedliche Ausbildungen einer Aufbringung bzw. Anordnung ei-
nes erfindungsgemaBen Klebers im Rahmen des erfindungsgeméaBen Verfah-
rens.

[0028] In Fig. 1 ist schematisch mit 1 eine beispielsweise mehrlagige Leiterplatte bezeichnet,
auf welcher unter Vermittlung einer Kleberschicht 2 ein schematisch mit 3 angedeuteter elektro-
nischer Bauteil festzulegen ist. Wie schematisch in Fig. 1 angedeutet, weist der Kleber 2, wel-
cher zur Ausbildung der Klebeverbindung herangezogen wird, eine konvexe Oberflache 4 auf,
welche zum Bauteil 3 und insbesondere zu einer beispielsweise mit Kontakten 5 versehenen
Oberflache 6 gerichtet ist.

[0029] Fir eine Festlegung wird der Bauteil 3 im Sinne des Pfeils 7 an die Leiterplatte 1, auf
welcher der Kleber 2 beispielsweise durch ein Druckverfahren, insbesondere ein Siebdruckver-
fahren aufgebracht wurde, angenéhert, wobei insbesondere durch die konvexe Oberflache 4,
welche in dem mittleren Bereich des Klebers 2 die gréBte Dicke bzw. Erstreckung aufweist, ein
vollflachiges Anliegen der Oberflaiche 4 des Klebers an der Oberflache 6 des festzulegenden
Bauteils 3 erzielt wird.

[0030] Nach einer Anordnung des Bauteils 3 auf bzw. Einbettung in dem Kleber 2 erfolgt bei-
spielsweise ein Harten des Klebers 2.

[0031] Durch ein Vorsehen der konvexen Oberflache 4 des Klebers 2 wird die Ausbildung von
Hohlrdumen bzw. Luftblasen unterhalb der Oberflache 6 des festzulegenden Bauteils 3 vermie-
den, so dass insbesondere in nachfolgenden Be- bzw. Verarbeitungsschritten einer derartigen
Leiterplatte ein Losen bzw. Abheben des Bauteils 3 durch eine Ausdehnung des in einem Hohl-
raum eingeschlossenen Gases und gegebenenfalls eine Zerstérung des Bauteils 3 nicht be-
firchtet werden muss.

[0032] Anstelle des in Fig. 1 schematisch dargestellten Festlegens des Bauteils 3 an einer
Oberflache der Leiterplatte 1 kann auch unmittelbar eine Einbettung eines Bauteils 3 in einem
entsprechenden Hohlraum bzw. einer Ausnehmung einer insbesondere mehrlagigen Leiterplat-
te vorgenommen werden. Alternativ zu einer Einbettung in einem Hohlraum kann nach einer
Festlegung des Bauteils 3 an der Leiterplatte 1 unter Vermittlung der Klebeschicht 2 eine Um-
mantelung des Bauteils 3 zur Einbettung desselben vorgenommen werden.
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[0033] In Fig. 2 ist eine idealisierte Darstellung der konvexen Oberflache 4 einer wiederum mit 2
bezeichneten Kleberschicht angedeutet.

[0034] Die geometrischen Zusammenhénge in einem derartigen idealisierten Fall sind hierbei
wie folgt:

b=r-7- @ ,
180°

s 2

h=r— rz-t—j
2

A:r-b_s-(r—h)
2 2

[0035] Die Kreissehne s entspricht in einer idealisierten Anwendung einer Lange X bzw. Breite
Y eines im Wesentlichen rechteckigen Bauteils, dessen Konturen in Fig. 3 wiederum mit 3
bezeichnet ist.

[0036] Unter Beriicksichtigung der angegebenen Formeln flr die Ausbildung der konvexen
Oberflache 4 und einer Bereitstellung einer im Wesentlichen kissenartigen Anordnung des
Klebers 2 auf der nicht ndher dargestellten Schicht bzw. Lage der Leiterplatte wird nach einem
Anordnen des Bauteils 3, wie dies in Fig. 1 angedeutet ist, eine gleichméaBige und einheitliche
Verteilung des Klebers 2 zwischen der abstiitzenden Schicht bzw. Lage der Leiterplatte und der
zugewandten Oberflache des Bauteils 3 erzielt. Unter Beriicksichtigung der unterschiedlichen
Abmessungen X und Y ergeben sich unterschiedliche Parameter ry, 15, hy, h, in den obigen
Formeln.

[0037] Aus Fig. 3 ist ersichtlich, dass durch die kissenartige Ausbildung unter Berlcksichtigung
der oben angefiihrten BemaBungen und unter Ausbildung einer konvexen Oberflache, wie dies
in Fig. 1 und 2 angedeutet ist, Uber die gesamte Flache des durch die Lange X bzw. Breite Y
begrenzten Bauteils 3 eine sichere Anhaftung erzielt werden kann.

[0038] Dariiber hinaus wird durch die kissenartige Ausbildung, bei welcher in Rand- bzw. Kan-
tenbereichen im Wesentlichen in mittigen Abschnitten entlang der Seiten, welche durch X und Y
bezeichnet sind, ein Kleber 2 nicht bis zu den Randbereichen vorgesehen ist, und eine durch
die konvexe Oberflache bedingte Verteilung bei einer Anordnung des Bauteils 3 auf der Kleber-
oberflache 2 sichergestellt, dass ein Austreten des Klebers 2 Uber die AuBenkonturen des
Bauteils 3 nicht auftritt. Derart wird vermieden, dass beispielsweise in weiteren Bearbeitungs-
schritten (ber die AuBenkonturen des Bauteils 3 vorragende Reste des Klebers vor weiteren
Bearbeitungsschritten entfernt werden miissen.

[0039] In Fig. 4 sind weitere abgewandelte Mdglichkeiten einer Aufbringung eines Klebers
jeweils schematisch fur einen im Wesentlichen quadratischen Bauteil angedeutet.

[0040] So finden bei den Ausfliihrungen gemaB Fig. 4a und Fig. 4b im Wesentlichen sternférmi-
ge und mit einer Vielzahl von Teilbereichen 11 und 12 versehene Kleberanordnungen Verwen-
dung, wobei zwischen den einzelnen Teilbereichen 11 und 12 freie Flachen verbleiben. Die
einzelnen Teilbereiche 11 und 12 weisen jeweils wiederum eine konvexe Oberflache auf, so
dass bei einem Aufbringen eines nicht naher dargestellten Bauteils eine gleichméBige Vertei-
lung des Klebers erzielt wird.

[0041] In Fig. 4c ist eine abgewandelte Ausfiihrungsform dargestellt, wobei eine Vielzahl von im
Wesentlichen rechteckigen einzelnen Kleberflachen 13 nebeneinander entsprechend einer
Matrix unter Beriicksichtigung der AuBenabmessungen des nicht dargestellten, festzulegenden
Bauteils vorgesehen ist. Die einzelnen Teilbereiche 13 weisen jeweils wiederum eine konvexe
Oberflache auf, so dass bei einer Anordnung des Klebers durch die zwischen den Teilbereichen
13 vorgesehenen freien Flachen eine gleichmaBige Verteilung unter Vermeidung einer Ausbil-
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dung von Hohlrdumen oder Lufteinschllssen erzielbar ist.

[0042] Ahnliches gilt fur die in Fig. 4d dargestellte Ausfiihrungsform, wobei ein im Wesentlichen
mittiger Bereich 14, welcher wiederum eine konvexe Oberflache des Klebers aufweist, und in
Eckbereichen zusatzlich im Wesentlichen kreisférmige Teilbereiche 15 vorgesehen sind.

[0043] Bei der in Fig. 4e dargestellten Ausfuhrungsform sind im Wesentlichen entlang von
Seitenrdndern bzw. Seitenkanten kleine Teilbereiche 16 vorgesehen, welche wiederum jeweils
eine konvexe Wélbung aufweisen und eine gewlnschte Festlegung mit gleichmaBiger Dicke
jeweils in Randbereichen eines nicht ndher dargestellten festzulegenden Bauteils erméglichen.

[0044] Zur Erzielung der gewlinschten konvexen Oberflache des Klebers 2 bzw. von Teilberei-
chen 11,12, 13, 14, 15, 16 hievon, wie sie insbesondere schematisch in Fig. 4 dargestellt sind,
sind in der nachfolgenden Tabelle | physikalische Daten flr unterschiedliche Ausflihrungsbei-
spiele von Klebern angegeben, wobei ergédnzend ein Vergleichsbeispiel angefihrt ist, welches
jedoch die Bildung einer konvexen Oberfldche nicht erméglicht.

Tabelle |
Oberflachen- komplexe Viskosi-| komplexe Viskosi-
Spannung [mMN/m] tat 20 °C [Pa.s] tat 50 °C, 10 min
[Pa.s]
Bsp. 1 30,9 22 45
Bsp. 2 31,6 33 43
Bsp. 3 31,0 43 84
Bsp. 4 32,3 23 67
Vergl. Bsp. 45,4 57 24

[0045] Aus der obigen Tabelle | ist ersichtlich, dass die Kleber gemaB Beispiel 1 bis 4, welche
eine konvexe Oberflache zur Verfligung stellen, jeweils eine Oberflachenspannung im Bereich
von etwa 30 mN/m aufweisen, wahrend die Oberflaichenspannung entsprechend dem Ver-
gleichsbeispiel etwa 45 mN/m betragt.

[0046] Weiters ist ersichtlich, dass die komplexe Viskositat bei 20 °C fiir die Beispiele 1 bis 4
jeweils unter 50 Pa.s und insbesondere zwischen 20 und 45 Pa.s liegt, wahrend der entspre-
chende Wert fiir das Vergleichsbeispiel Uber einer Grenze von 50 Pa.s liegt.

[0047] Dariiber hinaus ist ersichtlich, dass die komplexe Viskositat bei einer Erwdrmung auf
50 °C und innerhalb eines Zeitraums von 10 Minuten fir die eine konvexe Oberfldche bildenden
Beispiele 1 bis 4 ansteigt und insbesondere wenigstens das 1,3-fache, vorzugsweise das 1,7-
bis 3-fache der komplexen Viskositdt bei Raumtemperatur (20 °C) betragt, wahrend fir das
Vergleichsbeispiel die komplexe Viskositat auf weniger als die Hélfte derselben bei Raumtem-
peratur abnimmt.

[0048] Die komplexe Viskositat fir die in Tabelle | genannten Beispiele und das Vergleichsbei-
spiel wurde fir beide Temperaturen bei jeweils gleicher, standardisierter Amplitude der Oszilla-
tion und gleicher Winkelfrequenz von beispielsweise 6 (1/s) ermittelt.

[0049] In der nachfolgenden Tabelle Il werden dariber hinaus Zusammensetzungen fir eine
Mehrzahl von Kleberformulierungen angefiihrt, welche ebenfalls wiederum eine konvexe Ober-
flache des Klebers nach einem Aufbringen auf eine Schicht bzw. Lage einer Leiterplatte bereit-
stellen, wahrend fiir Vergleichsbeispiele die Ausbildung einer konvexen Oberflache nicht erzielt
werden konnte.

[0050] Die Kleberformulierungen basieren jeweils auf Einkomponenten-Epoxidharzkleber mit
einer Viskositit von etwa 20 Pa.s, welche durch Zugabe der angegebenen Zusatzstoffe ent-
sprechend veréandert wird.

[0051] Als Entschidumer wird in der nachfolgenden Tabelle ein silikonfreier Entschdumer, bei-
spielsweise BYK-054 eingesetzt.
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[0052] Zur Verbesserung der Verlaufseigenschaften wird beispielsweise ein Poly-Acrylat, bei-
spielsweise BYK-S706 oder BYK-359 eingesetzt.

[0053] Die nachfolgenden Angaben beziehen sich jeweils auf Gew.-%.

TABELLE I
Lésungsmittel Verlaufsmittel Entschaumer

% % %
Bsp. 1 - 2 0,5
Bsp. 2 - 2 1
Bsp. 3 - 3 1
Bsp. 4 - 4 1
Bsp. 5 0,3 4 1
Vergl. Bsp. 1 0,5 - 0,7
Vergl. Bsp. 2 0,5 - 0,7

[0054] Aus der obigen Tabelle Il ist ersichtlich, dass insbesondere durch Zusatz eines Ver-
laufsmittels und bei geringen Mengen eines Entschdumers eine konvexe Oberflache gebildet
wird.

[0055] Hiebei eignen sich die unter Beispiel 1 und 2 angegebenen Zusammensetzungen mit
einer vergleichsweise geringen Menge an Verlaufsmittel und Entschdumer insbesondere fir
kleine Kleberflachen von beispielsweise kleiner als 2 x 2 mm.

[0056] Durch eine Erhdhung des Anteils an Verlaufsmittel wird insbesondere eine konvexe
Oberflache bei gréBeren Kleberflachen erzielbar. Hiebei hat sich eine Zusammensetzung ge-
maB Beispiel 3 bei Kleberflichen bis etwa 6 x 6 mm als geeignet erwiesen, wahrend geman
Beispiel 4 und 5 konvexe Oberflachen bis zu einer Abmessung von etwa 10 x 10 mm erzielbar
sind.

[0057] Daruber hinaus zeigen die Zusammensetzungen gemaf Beispiel 4 und 5 sehr gute
Verlaufseigenschaften. Weiters ist durch zusatzliches Vorsehen eines Losungsmittels ein Ent-
schaumern in Gebinden bei Beispiel 5 erzielbar.

[0058] Im Gegensatz dazu konnte bei den Vergleichsbeispielen zwar eine entschdumende
Wirkung erhalten werden, wobei jedoch insbesondere durch das Fehlen eines Verlaufsmittels
und somit die Méglichkeit einer Einstellung der Oberflachenspannung, wie sie in Tabelle | an-
gegeben ist, auf einen einzustellenden Wert von weniger als 40 mN/m und insbesondere weni-
ger als 35 mN/m die Ausbildung einer konvexen Oberfldche des Klebers nach einem Druckver-
fahren, insbesondere einem Siebdruckverfahren nicht erzielt werden konnte.
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Anspriiche

1. Kleber zur Festlegung eines elektronischen Bauteils (3) an einer Leiterplatte (1) und/oder
zur Einbettung eines elektronischen Bauteils (3) in eine Leiterplatte (1), wobei der festzule-
gende und/oder einzubettende elektronische Bauteil (3) Uber eine Klebeverbindung (2) an
einer Lage bzw. Schicht einer insbesondere mehrlagigen Leiterplatte (1) festgelegt wird
und nach einem Festlegen gegebenenfalls durch insbesondere auf die AuBBenkonturen des
einzubettenden Bauteils (3) abgestimmte Lagen ummantelt und/oder durch wenigstens ei-
ne weitere Lage abgedeckt wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kleber (2, 11-16) auf
Epoxidharzbasis gewahlt ist, welcher zur Einstellung der Oberflachenspannung und/oder
Viskositat wenigstens ein Zusatzmittel, insbesondere einen Entschdumer und/oder einen
Zusatzstoff zur Einstellung der Verlaufseigenschaften zugesetzt aufweist, dass der Kleber
(2, 11-16) bei Raumtemperatur eine komplexe Viskositat unter 50 Pa.s, insbesondere zwi-
schen etwa 20 und 45 Pa.s aufweist und dass der Kleber (2, 11-16) eine temperaturbe-
dingte Zunahme der komplexen Viskositat bei einer Erwdrmung von Raumtemperatur auf
etwa 50 °C und innerhalb eines Zeitraums von weniger als 15 min, insbesondere etwa 10
min, insbesondere auf das wenigstens 1,3-fache, insbesondere etwa 1,7- bis 3-fache der
komplexen Viskositat bei Raumtemperatur aufweist.

2. Kleber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Entschaumer, beispielsweise
ein silikonfreier Entschdumer, in einer Menge von weniger als 3 Gew.-%, insbesondere et-
wa 0,1 bis 2,0 Gew.-% dem Kleber zugesetzt ist.

3. Kleber nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass als Zusatzstoff zur Ver-
besserung der Verlaufseigenschaften ein Acrylat, beispielsweise Polybutylacrylat, ein Ac-
rylat-Copolymer, beispielsweise Methacrylat-Copolymer, ein Epoxiharz mit freien Hydroxyl-,
Isocyanat- und/oder Estergruppen oder dgl. zugesetzt ist.

4. Kleber nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Zusatzstoff zur Verbesse-
rung der Verlaufseigenschaften in einer Menge von maximal 7 Gew.-%, insbesondere 0,5
bis 5 Gew.-% zugesetzt ist.

5. Kleber nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von unter-
schiedlichen Zusatzstoffen zur Verbesserung der Verlaufseigenschaften zugesetzt ist.

6. Kleber nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber (2,
11-16) eine Oberflachenspannung geringer als 40 mN/m, insbesondere zwischen 15 und
35 mN/m aufweist.

7. Kleber nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber (2,
11-16) bei Raumtemperatur eine gegenlber seiner Elastizitat héhere Viskositat aufweist.

8. Verfahren zur Festlegung eines elekironischen Bauteils (3) an einer Leiterplatie (1)
und/oder zur Einbettung eines elektronischen Bauteils (3) in eine Leiterplatte (1), wobei der
festzulegende und/oder einzubettende elektronische Bauteil (3) tber eine Klebeverbindung
(2) an einer Lage bzw. Schicht einer insbesondere mehrlagigen Leiterplatte (1) festgelegt
wird und nach einem Festlegen gegebenenfalls durch insbesondere auf die AuBenkonturen
des einzubettenden Bauteils (3) abgestimmte Lagen ummantelt und/oder durch wenigstens
eine weitere Lage abgedeckt wird, unter Verwendung eines Klebers nach einem der An-
spriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der zur Ausbildung der Klebeverbindung
eingesetzte Kleber (2, 11-16) in an sich bekannter Weise mit einer konvexen Oberflache
(4) auf der zur Abstutzung bzw. Aufnahme des elekironischen Bauteils (3) vorgesehenen
Lage der Leiterplatte (1) aufgebracht wird, dass der festzulegende oder einzubettende
Bauteil (3) auf dem Kleber (2, 11-16) angeordnet wird und gegebenenfalls einer Druckbe-
anspruchung unterworfen wird, dass der Kleber (2, 11-16) nach dem Aufsetzen bzw. An-
ordnen des Bauteils (3) einer Hartungsbehandlung unterworfen wird, dass der Kleber (2,
11-16) bei Raumtemperatur eine komplexe Viskositdt unter 50 Pa.s, insbesondere zwi-
schen etwa 20 und 45 Pa.s aufweist und dass der Kleber (2, 11-16) eine temperaturbe-
dingte Zunahme der komplexen Viskositat bei einer Erwdrmung von Raumtemperatur auf
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etwa 50 °C und innerhalb eines Zeitraums von weniger als 15 min, insbesondere etwa 10
min, insbesondere auf das wenigstens 1,3-fache, insbesondere etwa 1,7- bis 3-fache der
komplexen Viskositat bei Raumtemperatur aufweist.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber (2, 11-16) in einer
gegeniber den AuBenkonturen des festzulegenden oder einzubettenden Bauteils (3) ver-
ringerten Abmessung auf der Lage zur Abstiitzung bzw. Aufnahme des Bauteils (3) aufge-
bracht wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber (2, 11-16)
in Bereichen entsprechend Randbereichen der AuBenkontur des festzulegenden oder ein-
zubettenden Bauteils (3) mit einer geringeren Starke bzw. Dicke und/oder in geringerer
Menge aufgebracht wird.

11. Verfahren nach Anspruch 8, 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber (2, 11-
16) lediglich in Teilbereichen entsprechend der AuBenkontur des festzulegenden oder ein-
zubettenden Bauteils (3) auf der Lage zur Abstiitzung des Bauteils (3) aufgebracht wird,
wobei der Kleber in sdmtlichen, gegebenenfalls voneinander getrennten Teilbereichen mit
einer konvexen Oberflache aufgebracht wird.

12. Verfahren nach einem der Anspriche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber
(2) bei einem im Wesentlichen rechteckigen bzw. rechtwinkeligen Bauteil (3) mit einer pols-
ter- bzw. kissenartigen Erstreckung aufgebracht wird (Fig. 3).

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
flachenspannung des Klebers (2, 11-16) geringer als 40 mN/m, insbesondere zwischen 15
und 35 mN/m gewahlt wird.

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kleber
(2, 11-16) mit einer bei Raumtemperatur gegeniber seiner Elastizitdt hdheren Viskositat
gewéahlt wird.

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber
(2, 11-16) in an sich bekannter Weise durch ein Druckverfahren, insbesondere Siebdruck-
verfahren aufgebracht wird.

16. Verwendung eines Verfahrens geméaf einem der Anspriche 8 bis 15 sowie eines Klebers
geman einem der Anspriiche 1 bis 7 zur Festlegung eines elektronischen Bauteils an einer
Leiterplatte und/oder zur Einbettung eines elektronischen Bauteils in eine Leiterplatte.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
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